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Qualitatssicherung durch umfassende Test- und

Analysedienstleistungen

Bei HTV kénnen elektronische Komponenten bis ins Detail getestet, qualifiziert und untersucht werden.

Blick in das HTV-Institut fiir Materialanalyse
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Zur Qualitatssicherung ist es
unerlasslich, durch prazise, vielfal-
tige und zudem &uerst spezifische
Test- und Analyseverfahren alle rele-
vanten Eigenschaften elektronischer
Bauteile und Baugruppen, sowohl
fur kleinere Stiickzahlen als auch
fur Serienstlickzahlen, genau und
umfassend zu untersuchen, denn
ein einziges qualitativ schlechtes
Bauteil oder eine schlechte Lotver-
bindung kann die Funktion und die
Qualitét eines gesamten Gerates
geféhrden.

Durch kontinuierliche fertigungs-
begleitende Tests kdnnen magliche
Fehlerquellen schonungslos aufge-
deckt werden, was das Risiko fiir
spétere Fertigungsprobleme, even-
tuelle Regressanspriiche und Ver-
tragsstrafen bei nicht plinktlicher
Lieferung minimiert. Die rechtzei-
tige Identifizierung und Lokalisie-
rung von Schwachstellen und Feh-
lerpotenzialen ist gerade fiir ,elek-
tronische Komponenten aus unsi-
cherer Herkunft* zur Wahrung der
Qualitat der eigenen Produkte von
entscheidender Bedeutung, gerade
in Zeiten der ,Allokation”!

Bei HTV, einem der weltweiten
Marktfihrer im Bereich Test, Mate-
rial- und Fehleranalyse, Bauteilpro-
grammierung, Langzeitlagerung
sowie Bauteilbearbeitung kdnnen
elektronische Komponenten bis

ins Detail getestet, qualifiziert und
untersucht werden.

Priifungen nach Datenblatt und
Kundenspezifikation

Elektrische Prifungen nach
Datenblatt und Kundenspezifikati-
onen bei definierten Umgebungs-
temperaturen von -60 bis +180 °C
mithilfe einer Vielzahl hochkom-
plexer Digital- und Mixed-Signal-
GroRtestsysteme bzw. eigens flr
die gewlnschten Untersuchungen
erstellte Prifapplikationen, die-
nen zur Sicherstellung der elektro-
nischen Funktionalitat, zum einen
als Prifung fir ASIC-Hersteller,
zum anderen als erweiterte Waren-
eingangsprifung fur Hersteller von
elektronischen Baugruppen.

OptischeBauteile, wie z. B. LEDs,
Fotodioden, Fototransistoren sowie
LCDs und lichttechnische Kompo-
nenten, kénnen durch automatisierte
und parametrisierbare Messplatze
zur Messung und/oder Selektion der
optischen und elektrischen Para-
meter auch in Serienstlickzahlen
geprift werden. Speziell fiir bei-
spielsweise unterschiedlichste Medi-
zinprodukte ist es hierbei mdglich,
neben radiometrischen Spektral-
messungen (im Wellenldngenbe-
reich 250...1100 nm) auch photo-
metrische Spektralmessungen

Chemische Bauteiloffnung

(im Wellenlangenbereich 380...780
nm), z.B. an Leuchtdioden, durch-
zufilhren, die spater fir Blutanaly-
sen Anwendung finden. Die zu ver-
messenden Bauelemente kdnnen
dann sehr fein in bis zu 30 Klas-
sen selektiert werden. Auch gro-
Rere Lampen oder Flachenleuch-
ten kénnen sowohl im Bezug auf
den Lichtstrom, den Farbwieder-
gabeindex als auch auf die Homo-
genitat, vermessen werden.

Zur Feststellung von Bauteilma-
nipulation und zur Bewertung der
Originalitat und Qualitat fremd-
beschaffter Teile sind detaillierte
Untersuchungen des &uleren (z.
B. Wareneingangsprifung, Licht-
mikroskopie) und nach chemischer
Offnung auch des inneren Aufbaus
extrem wichtig.

Nach dem Offnungsprozess
wird die Beschriftung der Bauteil-
chips (Dies) dabei durch Vergleich
mit einem Originalbaustein verifi-
ziert und die Oberflachen auf Hin-
weise moglicher Falschungen, Mani-
pulationen, Aussortiervorgange
oder Schéden hin untersucht. Vor
dem Hintergrund der standig stei-
genden Anzahl manipulierter elek-
tronischer Bauteile auf dem freien
Markt, kommt diesem sogenann-
ten Counterfeit-Screening starke
Bedeutung zu.
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Neben bereits ausgeloteten
Bauteilen sowie Ausfallteilen, wel-
che die erforderlichen Parameter
nicht erflllen oder gar Komponen-
ten mit falschem bzw. (iberhaupt
keinem Chip, werden haufig vor
allem umbeschriftete Bauteile als
Original ausgewiesen und verkauft.
Oftmals werden auch insbeson-
dere diskrete Halbleiter oder pas-
sive Bauteile gefalscht, da diese
wesentlich leichter manipulierbar
sind als komplexere Halbleiterbau-
steine, wie z.B. Microcontroller oder
Speicherbausteine.

Im Einzelfall kdnnen nicht nur
elektrische sondern auch mecha-
nische Eigenschaften (Abmes-
sungen, Aufbau) sowie der &ufiere
Allgemeinzustand der Bauteile
beurteilt werden. Eine Bewertung
des inneren Aufbaus (Bonddrahte,
Leadframe, Steckverbindungen etc.)
wird durch weitergehende Analy-
sen wie beispielsweise dem zersto-
rungsfreien 2D- oder 3D-Réntgen
(Rontgentomografie) sichergestellt.

Zur Bestimmung der Verarbeitbar-
keit und Untersuchung von L6tpro-
blemen der elektronischen Kompo-
nenten dienen vollautomatische Lot-
barkeitstests mit Benetzungswaage.

Um Aussagen Uber die Verwend-
barkeit von elektronischen Kom-
ponenten im Automobil zu erhal-
ten, besteht die Mdglichkeit, durch
geeignete Qualifikationen wie z.B.
gemal AECQ-0100 oder AECQ-
0200 die Eignung fur den Automo-
bileinsatz zu verifizieren.

Detaillierte Fehleranalysen

Falls bei der Fertigung oder auch
bei Geraten, die sich bereits im
Feld befinden wirklich einmal Feh-
ler auftreten sollten, so ist es extrem
wichtig,diese schnellstmdglich ganz-

Kompromisslose

heitlich zu identifizieren, lokalisie-
ren und einer genauen Analyse
zu unterziehen, um weiteres Risi-
kopotential abschatzen zu kdnnen.

Fragestellungen rund um die
Létstellenqualitdt und die mdgli-
cherweise metallurgischen Ursa-
chen fiir das Versagen von Lot-
stellen lassen sich beispielsweise
mithilfe von Rontgen- und Schliff-
bilduntersuchungen sowie ergan-
zenden Analysen, z.B. mittels Ras-
terelektronenmikroskopie und EDX,
klaren. Die Rontgeninspektion z.B.
bietet die Mdglichkeit, verdeckte
Defektstellen wie Head-in-Pillow-
Defekte bei BGA-Lotverbindungen,
unsauber gefertigte Durchkontak-
tierungen, Lotperlen auf Platinen
oder Defekte auf Leiterbahnebene,
auch bei vergossenen Baugruppen,
zu erkennen. Untersuchungen von
Baugruppen geméaR IPC-A-610 zur
Sicherung der Bestlickungsqualitat
runden das Bild ab.

Ergénzend liefert die Industrie-
thermographie mit Warmebildkamera
wichtige Informationen wahrend des
Betriebs von Baugruppen, um Feh-
lerstellen oder Hotspots zu identifi-
zieren. Betreibt man beispielsweise
gefalschte Schaltregler mit gerin-
ger Last, fallt die Falschung meist
nur durch eine, mit der Warmebild-
kamera erkennbare, lokale Erwar-
mung auf. Wird vom Baustein ein
hoherer Strom verlangt oder reizt
man die Datenblattgrenzen des ver-
meintlichen Originals aus, kommt es
zur Uberhitzung und darauffolgend
zum Totalausfall des Schaltungsteils.

Einige Fehler bzw. Ausfélle in
der Endkontrolle oder im Feld sind
jedoch nicht auf den Produktions-
prozess zurlickzufiihren. Oftmals
wurden bereits bei der Schaltplan-
oder Layout-Entwicklung verse-

Qualitat und perfektes
Projektmanagement?
Mit Sicherheit.

Head-in-Pillow-Defekt an BGA-Lotverbindungen

hentlich Schwachstellen eingebaut.
So kann beispielsweise die Ausle-
gung der Schutzbeschaltung unzu-
reichend oder teilweise sogar Uber-
haupt nicht vorhanden sein.

Eine grenzwertige Schaltungs-
auslegung im Zusammenspiel mit
Bauteilen, welche auerhalb ihrer
Spezifikationen liegen, kann so
langfristig zu Feldrticklaufern fih-
ren. Eine Schaltungsanalyse ist in
diesen Fallen dringend erforderlich.

Fazit

Zur Qualitétssicherung ist die
rechtzeitige ldentifizierung von
Schwachstellen und Fehlerpoten-
tialen unerlasslich. Ausgewahlte
Test- und Analysedienstleister bie-
ten dank vielfaltiger Strategien und
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Untersuchungsverfahren die Mdg-
lichtkeit, gemeinsam mit dem Kun-
den das ideale Prifkonzept zu fin-
den, um elektronische Komponen-
ten bis ins kleinste Detail zu testen
und zu analysieren. Unkalkulierbare
Risiken und Kosten durch unge-
prifte Bauteile und Baugruppen
lassen sich so vermeiden. . Bereits
aufgetretene Fehler kdnnen schnell
und ganzheitlich identifiziert, loka-
lisiert und einer genauen Analyse
unterzogen werden.

Ergénzend zu entsprechenden
qualifizierten Dienstleistungen eig-
nen sich Seminare und Workshops
zur individuellen Weiterbildung, u.a.
im Bereich Analytik (z.B. IPC-A-
600, IPC-A-610, Metallographie)
und Langzeitlagerung. <«

Als fuhrender Dienstleister in der Elektronikindustrie stehen
wir fur Top-Service und hdchste Qualitatsstandards.

Mit S&P als Partner, zertifiziert nach 1SO 9001:2015 und
IATF 16949, haben sie die Gewissheit, dass die Qualitat
Ihrer Bauelemente nicht zu beanstanden sein wird.
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